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Neuer Schwung fiir

EDA in Deutschland

Vom BMBF eingerichtete F&E-Projekte im Uberblick

System-on-Chip und Manometertechnologien sind derzeit die zwei groRBen

Herausforderungen fiir den zukinftigen Schaltungs-Entwurf. Mit dem Ziel,
die Wettbewerbsfahigkeit der deutschen Mikroelektronik-Industrie deutlich
zu steigern, werden in dem vom BMBF eingerichteten EkompaS5-Komplex
F&E-Projekte gefordert, die sich mit applikationsspezifischen Entwurfsplatt-

formen, neuen Entwurfsmethoden und der ErschlieRung neuer Technologien

fiir den Entwurf beschaftigen. Zur Unterstiitzung und Koordination wurde
das edacentrum eV. als deutsches EDA-Zentrum gegrundet.
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Von Dieter Treytnar und Dr. Jurgen Haase

lle, die sich mit Mikroelektro-
Anik beschéftigen, bewegen die

Fragen: ,Wie geht es weiter -
kinnen wir das exponentielle Wachs-
tum, das seit mehr als 30 Jahren an-
hidlt, fortsetzen?* und ,Was ist das
grilite Problem auf dem Weg zu den
Super-Chips der Zukunft?“

Deutlich zu sehen Ist, dass weitere
Fortschritte in der Fertigungstechnolo-
gie den bisher Jahr fiir Jahr erreichten
Komplexititsanstieg von mehr als 50 5%
fiir weitere 15 Jahre mdglich machen
werden. Vielfach {ibersehen wird dabel
allerdings, dass es zZum

schiipfung eines Chips im Entwurf: Ein
Mikroprozessor hat z.B. einen wesent-
lich htheren Wert als ein auf der glei-
chen Linie gefertigter Chip gleicher
GréiBe mit einfachen logischen Schalt:
kreisen oder gar ein Speicherchip. Die
Frage stellt sich, ob der Entwurf mit
der rasanten Entwicklung der Ferti-
gungstechnik schritt halten kann oder
maglicherweise ein Punkt erreicht
wird, an dem gesagt werden muss: Wir
kiinnen unsere Super-Chips zwar ferti-
gen, aber in akzeptabler Zeit entwerfen
kénnen wir sie leider nicht.

Eine Ldsung des Problems, das auch
als Entwurfsliicke (Design-Gap) be-
zeichnet wird, kann nur durch eine
drastische Steigerung der Entwurfseffi-
zienz gelingen. Dies bedeutet, dass
noch stiarkere Investitionen in die kEnt-
wurfsautomatisierung erfolgen missen
als bisher, um die Entwicklung ange-
passter Entwurfsmethoden und -werk-
Zeuge [Software| zur Automatisierung
des Entwurfs (EDA, Electronic Design
Automation) voranzutreiben. EDA ist
der entscheidende Schliissel zur Zu-
kunft der Mikroelektronik. Nur durch
EDA wird es gelingen, die Schaltungs:
komplexitit zu bewiltigen, die Ent-
wurfsproduktivitat im erforderlichen
Mafe zu steigern und die Entwurfs-
gualitdt zu verbessern.

Die deutsche Mikroelektronik-In-
dustrie hat dies erkannt und arbeitet in
gemeinsamen Projekien an geeigneten
Entwurfsverfahren und deren Automa-
tisierung. Zur Stimulation von EDA-
Forschungsaktivititen hat das Bundes-
ministerium fiir Bildung und Forschung
(BMBF) den Férderkomplex .Ent-
wurfsplattformen fiir komplexe ange-
wandte Systeme und Schaltungen der
Mikroelektronik® (EkompaS$s) einge-
richtet. Durch diese Mafnahme will
das BMBF in erster Linie dazu beitra-
gen, die einer starken internationalen
Konkurrenz ausgesetzten Arbeitsplitze
in der Systemindustrie und im EDA-
Umfeld zu erhalten und auszubauen.
In gemeinsamen Projekten arbeiten die
deutschen Mikroelektronik-Unterneh-
men, die EDA-Anbieter und die For-

schungseinrichtungen an ei-

Markterfolg nicht ausreicht,

allein die Fertigungstechno-

ner Losung der geschilder-

_ ten Probleme.

logie bereitzustellen. Chips
milssen, bevor sie gefertigt
werden kinnen, entworfen
werden und dies — im fei-
chen immer kiirzer werden-
der Produktlebenszyklen -
immer schneller.

Eine Erhdhung des Ar-
beitseinsatzes, also griilere
Entwicklungsteams, kann
schon aus wirtschaftlichen
Griinden nicht zum Erfolg
flihren. Zudem st dieser An-
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im September 2001 das eda-
centrum e.V. mit Sitz in
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Hannover als zentrale deut-
sche Einrichtung gegriin-
det. Diese Einrichtung soll
ein schlagkriftiges EDA-
Netzwerk aufbauen, vor-
handene kompetenzen zu-

sammenfiihren und neue
aufbauen, wozu insbeson-

dere die Initilerung und Ab-

satz mit erheblichen Risiken

stimmung ldngerfristiger

fiir den Entwicklungserfolg
verbunden. Zunehmend
liegt auch die grilfte Wert-
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Bild 1. Die verschiedenen Entwurfsebenen beim Schaltungsent-
wurf. Die Grafik zeigt auch, welche Schwerpunkte von den jeweili-
gen EkompaSS-Projekten bearbeitet werden.

Forschungsaufgaben ge-
hiirt. Zu den weiteren Auf-
gaben gehidren die themati-

www.elektroniknet.de



sche Ausrichtung und Abstimmung
mittelfristiger Projekte, aber auch die
Koordination mit Verbénden, Gremien
und Fdrdergebern. Dariiber hinaus ist
die reprisentative Darstellung der For-
schungsergebnisse, ihres wirtschaftli-
chen MNutzens und ihrer wissenschaftli-
chen Tragfihigkeit mit einer breiten
Wirkung in der Offentlichkeit von be-
sonderer Bedeutung.

P Projekte des
EkompaSS-Komplexes

Vom edacentrum organisiert, konnten
sich mehr als 100 Experten beim ers-
ten EkompaSS-Workshop einen Uber-
blick iiber die bereits laufenden und ge-
planten Projekte verschaffen, die nahe-
zu alle Ebenen des Schaltungsentwur-
fes behandeln. Bild | gibt in diesem
Zusammenhang einen allgemeinen
Uberblick iiber die Projekte des Ekom-
paSS-Komplexes und dokumentiert,
auf welchen Ebenen des Entwurfs sie
ansetzen. Es zeigt die verschiedenen
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Entwurfsebenen beim Schaltungsent-
wurf und welche Schwerpunkte von
den jeweiligen EkompaSS-Projekten
bearbeitet werden. Der Fokus wird auf
solche Themen gelegt, denen flir die
Wettbewerbsfihigkeit der deutschen
Industrie die grifte Bedeutung zu-
kommt.

P Entwurfs- und Designmetho-
den fiir System-on-Chip

Der zunehmende Trend zu einer Inte-
gration kompletter Systeme mit kom-
plexer Funktionalitit auf einem einzi-
gen Chip (50C) erfordert neue Spezifi-
kations- und Entwurfsmethoden, die
sich nicht auf den Entwurf von Einzel-
komponenten beschrinken, sondern
den Entwurf zusammenhdngender, he-
terogen beschriebener Gesamtsysteme
unterstiitzen. Dabei ist zu beriicksich-
tigen, dass der Entwurf zukiinftig nur
noch dann kosteneffizient durchfiihr-
par sein wird, wenn nur ein sehr ge-
ringer Teil der Hard- und Software-

Komponenten neu entworfen werden
muss und der weitaus grofite Teil auf
Basis einer vorgegebenen Plattform
wiederverwendet wird (IP-Reuse).

Dieses Entwurfs-Paradigma ist durch
den Begriff plattformbasierter Entwurf
gekennzeichnet und stellt den zentra-
len Themenkomplex im SPEAK-Projekt
[.Spezifikationsbasierte Hardware/
Software-Entwurfsmethodik fiir hoch-
komplexe Anwendungen der Automo-
bil- und Kommunikationstechnik®) dar.
Ziel ist die Entwicklung von Algorith-
men, Verfahren und Methoden zur Be-
wertung und Auswahl von Architek-
turplattformen hochkomplexer digita-
ler Systeme. Dabel setzt das Projekt
darauf, dass die Produktivitdt mit Me-
thoden auf héherer Abstraktionsebene
erheblich gesteigert werden kann. Im
Zusammenspiel mit weiteren Malfnah-
men (Bild 2) soll diese Liicke geschlos-
sen werden.

Beim plattformbasierten Entwurf
werden der Funktionsumfang sowle
die - Plattform reprédsentierende — Ar-
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Bild 1. Die Produktivitatslicke der Designer muss mit einem Bindel von MaRBnahmen re-

duziert werden.

chitektur eines Systems paralle] spezifi-
ziert; anschliefend folgt die Abbildung
der Funktionsblécke auf Architektur-
komponenten. Die Einfilhrung des
plattformbasierten Entwurfs erfordert
Zundchst neue Methoden fir die Spe-
zifikation. Spezifikationsmethoden, die
elne Vereinfachung der Integration von
[P-Modulen in ein Gesamtsystem auf
Systemebene erlauben, und die Ent-
wicklung eines architekturgenauen Pro-
totypingsystems zur Emulation und Si-
mulation filhrten bel ersten firmen-
internen Anwendungen im System-
Level-Entwurfsablauf bereits zu hohen
Zeitersparnissen.

Mit der Entwicklung von sehr inno-
vativen Algorithmen, Methoden und
Verfahren zur formalen Verifikation
von digitalen und Mixed-5ignal-Sys-
temen sowie Methoden der Fehler-
emulation beschaftigt sich das Projekt
VALSE | Hochautomatisierte, zertifizie-
rende und skalierende Validierung von
System-on-Chip-Entwiirfen“). Beim
soC-Entwurf ist es entscheidend, dass
die Verfligbarkeit qualitativ hochwerti-
ger Bliécke mit einer Fehlerwahrschein-
lichkeit unterhalb des Promillebereichs
sichergestellt ist. Dieses Qualitats-
niveau kann nur mit ausgekliigelten,
hochautomatisierten mathematischen
Beweisverfahren, so genannten forma-
len Methoden, garantiert werden.

Das VALSE-Projekt konnte bereits
nach kiirzester Laufzeit erste herausra-
gende Ergebnisse verbuchen: beispiels-
weise im Rahmen der Welterentwick-
lung eines Kommunikationssystems,
filr das zwei ASICs mit je 4 Mio. Gat-
tern zu entwickeln waren. Das Design
dieser Bausteine gelang so gut, dass
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[Gelle: MECEA Deiign Automation Roadmap F27)

man den Durchsatz des Gesamtsystems
um den Faktor 5 steigern konnte, Und
dies trotz extrem hoher Qualitits- und
Terminanforderungen, die sich nur da-
durch realisieren liefen, dass man die
Gesamtsimulation durch formale Block-
verifikation entlastete. Dies galt fiir
80 % aller Blicke; auBerdem konnten
mit dieser Verifikationsmethode ca.
60 % der spezifizierten Systemtests
vorverlagert werden. Es fanden sich
mehr als 40 Fehler, die simulativ kaum
gefunden worden wéren. Erfahrungs-
gemdl kann man sagen, dass sich da-
durch die Re-Design-Wahrscheinlich-
keit halbierte. Erfreulicherweise fiel
aber auch der Aufwand fiir die forma-
le Analyse (in Personentagen) um ca.
40 % geringer aus, als man erfahrungs-
gemdDh filr ein konventionelles, simula-
tionsbasiertes Vorgehen hitte einpla-
nen miissen. In einem anderen Design
zeigte die Clualitdtssicherung der Engi-
neering Samples verschiedene Fehler

auf, deren Behebung durch Maskendin-
derungen 250 000 Euro kostete. Die
neuen Methoden der formalen Block-
verifikation reduzierten diese Kosten
auf einen Arbeitsaufwand von einem
Personenmonat.

D Analoge und digitale
IP-Wiederverwendung

Die Entwurfsautomatisierung im Be-
reich der Analogschaltungen gewinnt
massiv an Bedeutung, da demnéchst in
70 % der SoCs Analogkomponenten
enthalten sein werden. Obwohl auf
diesen SoCs nur ca. 10 % der Fliche
aus analogen Komponenten bestehen,
betrdgt der Designaufwand fiir den ana-
logen Teil ein Vielfaches des Aufwan-
des fiir den digitalen Teil.

Das Projekt ANASTASIA+ (,Me-
thoden fiir den automatisierten Ent-
wurf flir Anwendungen im Mixed-Sig-
nal-Bereich“) hat das Ziel, durchgingi-
ge Top-down-Entwurfsmethoden fiir
integrierte analoge und Mixed-Signal-
Systeme [(A/MS-Systeme) zZu ent-
wickeln und deutliche Fortschritte in
der Entwurfsautomatisierung auf Tran-
sistorebene sowie der Wiederverwen-
dung von Schaltungsblocken zu erzie-
len. Um dieser Forderung nachzu-
kommen, entstehen im Rahmen von
ANASTASIA+ neue Methoden und
Werkzeuge, die sowohl den Top-
down-Entwurf als auch die Bottom-
up-Verifikation von A/MS-Systemen
mit Hilfe von Mixed-Mode/Mixed-
Level-Simulation in einer konsistenten
Entwurfs- und Simulationsumgebung
ermbglichen.

liberirngung

Validierung!
Redasign

Systernabens

Bild 3. Top-down-Design-Flow von der Mixed-Signal-Spezifikation bis zum Layout. Dieser

Flow ist so konzipiert, dass eine systematische Wiederverwendung bereits friher ent-

wickelter Schaltungsblocke ermoglicht wird.

www.elektroniknet.de
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Bild 3 zeigt den Top-down-Design-Flow von der Mixed-Signal-
Spezifikation bis zum Layout. Dieser Flow ist so konzipiert, dass
eine systematische Wiederverwendung bereits frilher entwickel-
ter Schaltungsbléicke (Intellectual Property-Cores, IF) ermdglicht
wird, Erste Ergebnisse umfassen systematische Modellierungs-
verfahren auf verschiedenen Abstraktionsebenen und Konzepte
zur hierarchischen Dimensionierung. Auf Blockebene wurden
Verfahren zur Ausbeuteoptimierung und Mismatch-Analyse ent-
wickelt. Bisher nicht I6sbare Designprobleme waren mit Hilfe der
symbolischen Analyse identifizierbar und lieBen sich in kurzer
Zeit beheben. Das dafiir entwickelte Tool ,Analog Insydes” er-
hielt mit dem Innovationspreis Rheinland-Pfalz 2001 bereits eine
Auszeichnung,.

Die zukiinftigen Effizienzanforderungen kénnen nur erfillt
werden, wenn die Entwurfsabliufe fiir den systematischen Ein-
bau von wiederverwendbaren IP-Cores (IP-Reuse) ausgelegt
werden. Dieses Ziel verfolgen die Projekte /P [,Anwendungs-
spezifische Entwurfsmethoden fiir flexible SoC in zukiinftigen
Mobilfunksystemen®) und /PC (,Intellectual Property-Clualifi-
kation fiir effizientes Systemdesign®). IP? zielt auf neuartige
EDA-Methoden und Produkte fiir zukiinftige Generationen von
internetbasierten Mobilfunksystemen und damit auf eine tra-
gende Sdule der Informationsgesellschaft. Inhalte des Projektes
sind die Erforschung anwendungsspezifischer EDA-Methoden
mittels Einsatz von wiederverwendungsgerechten und parame-
trisierbaren [P-Blécken (Intellectual Property) filr Basisband-
algorithmen im zukiinftigen Mobilfunkbereich. Dies beinhaltet
die Entwicklung plattformbasierter Entwurfs- und Prototyping-
Verfahren fiir adaptive Zielarchitekturen in Form von dyna-
misch rekonfigurierbaren Systems-on-Chip (SeC). Diese sollen
in zukiinftigen Internet-Protocol-basierten Mobilfunknetzen
zum Einsatz kommen - mit dem Ziel, mobile Datenraten bis
30 Mbit/s zu erreichen.

[PCt befasst sich mit den Methoden zur Qualifikation von wie-
derverwendbaren Modulen (IP] fiir den Schaltkreisentwurf, um
diese einfacher, schneller und effektiver verwenden und aus-
widhlen zu kénnen. Der forcierte Einsatz formaler Methoden
treibt dabei die [P-Verifikation mafigeblich voran; aullerdem ha-
ben die Projektteilnehmer von IPC fiir die Beschreibung parame-
trisierbarer IP-Module ein XML-basiertes Format entwickelt. Ers-
te konkrete Ergebnisse kommen derzeit bei empolis in der Inte-
gration der semantik-orientierten IP-Retrieval-Technologle in
neue Produkte und bei sci-worx beim Qualifizierungsablauf
zukiinftiger IP-Entwicklungen zur Umsetzung.

Der Erfolg am Markt der Mikroelektronik wird maligeblich
durch die Fahigkeit bestimmt, die internationalen Standardisie-
rungsanstrengungen fiir den EDA-Entwurfsablauf selbst aktiv zu
treiben. Das Vorantreiben insbesondere des europdischen Stan-
dardisierungsprozesses bei IP-basierten Entwicklungslésungen ist
deshalb eine der zentralen Aufgaben der Projekte IP* und IPQL
Belspielswelse werden die Standardisierungsarbeiten der VSIA
[Virtual Socket Interface Alliance) zum Thema IP-Cualitdt mal-
geblich vom Projekt [PQ gesteuert.

Wie in Bild 4 dargestellt, kiimmert sich IP? um die Software-
Entwicklung und den digitalen Teil von zukiinftigen On-Chip-
Dateniibertragungssystemen. Auch flir den Entwurf der analogen
Komponenten dieser Systeme sind erhebliche Forschungsan-
strengungen notwendig, diese bilden den Schwerpunkt des im
nachfolgenden Abschnitt beschriebenen Projekts AGDAT

www.elektroniknet.de




Deutsche EDA-Aktivititen BEE:\FLH:\»

D Hochfrequenz-Designs

Hohe Mobilitdt, Zuverlassigkeit, Leis-
tungsfihigkeit, niedrige Kosten und
kurze Entwicklungszeiten gehiren zu
den notwendigen Hauptmerkmalen
zukiinftiger funkbasierter Hochge-
schwindigkeits-Dateniibertragungssys-
teme mit hohem Integrationsgrad. Mit
den heute verfilgbaren Entwurfstech-
nologien ist der Entwurf solcher Syste-
me unter der Beachtung aller Merkma-
le nur unzureichend mdglich. Als be-

ner Ansétze flir die Bereiche Entwurfs-
methoden und Werkzeuge zur System-
konzipierung und Systempartitionie-
rung. Die so gewonnenen Erkenntnisse
fliefien derzeit in die Entwicklung ei-
ner WLAN-Systemsimulations-Platt-
form auf Basis von SPW/5SpectreRF
(Cadence Design Systems GmbH) und
in eine Schnittstelle fiir die Einbettung
eines AD-Feldsimulators (CST GmbH]
mit ein. Des weiteren entstehen geeig-
nete Simulationsmodelle von Basis-
komponenten mit hoher Modellie-

[ HGDAT P2
-~ Package 1 Package
versdﬂnsLelungs-.-r:rFahren Ve:s::hlustIungswer{ahmn
< [] O [ Aufwand 0 O
RF|Analog | Digital | Software RF|Analog | Digital | Software
Zukinftiges OnChip-
Selbsttest, Selbsthorrektur Datenibertragungssystem

(2006 ca. 1 Milliarde Transistoren)

EEII:umn:_ﬁﬂbsllmrreltrurDI

Bild 4. IP* kiimmert sich um die Software-Entwicklung und den digitalen Teil von zukinf-
tigen On-Chip-Dateniibertragungssystemen. Auch fiir den Entwurf der analogen Kompo-
nenten dieser Systeme sind erhebliche Forschungsanstrengungen notwendig; diese bilden

den Schwerpunkt des Projekts HGDAT.

sonders kritisch erweist sich der Be-
reich zum Entwurf eines eingebetteten
HE-Front-Ends innerhalb des Gesamt-
systems. Im Projekt HGDAT (,Hoch-
geschwindigkeits- Datentibertragung”|
werden die aktuellen Probleme im
Bereich der Entwurfstechnologlie fir
zukiinftige, hochintegrierte Hochge-
schwindigkeits-Datenlibertragungssys-
terne mit Schwerpunkt HF-Schaltungs-
entwurf adressiert. Als Losungsansatz
kommen dabel Methoden zum Ent-
wurf, zur Verifikation und zur Hand-
habung von flexiblen, hochgenauen
wiederverwendbaren  Schaltungs-
blécken in analogen, digitalen und
Mixed-Signal-Bereichen der HE-lech-
nik zum Einsatz.

Erste Ergebnisse zeigten die Verant:
waortlichen auf der ANALOG'02 in Bre-
men: Im Mittelpunkt standen dabei ei-
ne Architekturdefinition fir Direct
Conversion/Low-IF, Double Conver-
sion und Superheterodyne — basierend
auf den Systemspezifikationen von Hi-
perlanZ und IEEE 802.11a — sowie de-
ren initiale Partitionierung. Den Ab-
schluss bildete ein Praxistest vorhande-

www. elektroniknet.de

rungsgenauigkeit der HF-Eigenschaf-
ten, sodass auf einfache Welse parame-
trisierbare Modelle {ibertragen werden
kinnen. Flexible, parametrisierbare
HF-Modellschablonen fiir LMA, Mi-
scher und PLL liegen ohnehin bereits
fertig vor.

D Parasiten und Signalintegritat

Mit zunehmender Komplexitdt und
Arbeitsgeschwindigkeit mikroelektro-
nischer Systeme wird deren Verhalten
immer mehr von Einflissen dominiert,
die in konventionellen Designprozes-
sen bestenfalls ansatzwelse berilick-
sichtigt werden. Dazu treten bei einer
weiteren Verkleinerung der Struktu-
ren auf zukiinftigen Chips auch schon
bei relativ niedrigen GHz-Taktfre:
quenzen Effekte durch Kopplung auf,
die die Signalintegritit negativ beein-
flussen kinnen. Das Projekt ASDESE
[ .Anwendungsspezifischer Entwurf
unter Beriicksichtigung von elek-
trostatischen Entladungsvorgangen
und Substrateffekten®) bearbeitet als
einen Schwerpunkt das Problem der
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elektrostatischen Aufladung wvon
aulien, die z.B. durch Beriihrung ei-
nes Menschen ([Human Body Model)
oder durch kurzschliisse {iber die Pins
eines Chips auf leitenden Kdrpern
(Charge Device Model) entstehen
kann. DMese Entladungen kénnen
nicht nur zu einer Verinderung der
Funktion, sondern auch zu einer voll-
stindigen Zerstérung der mikroelek-
tronischen Schaltung fidhren [Bild 5).
Ziel des Projektes ist es, Schutzschal-
tungen gegen diese Einfliisse von
aulien zu entwickeln und somit die
Robustheit eines Chips zu erhdhen.

Ein weiteres Arbeitsgebiet des Pro-
jektes ist die Entwicklung neuer Mo-
delle zur Beschreibung von Substratef-
fekten, Aufgrund der kapazitiven Kopp-
lung von Leitungen und Bauelementen
gegeniiber dem Substrat ist es gerade
fiir die zukiinftigen Technologien uner-
lasslich, die Einflisse der Substratkopp-
lung auf das Design schon beim Ent-
wurf Zu beriicksichtigen. In ein gdngi-
ges Design Framework wird daher zur
Beriicksichtigung der Substrateffekie
ein im Projekt entwickeltes Tool inte-
griert, mit dessen Hilfe sich Fehler
durch auftretende Substratkopplung
und damit Redesigns vermeiden lassen.

Die dhnlich gelagerte Problematik
parasitdrer Effekte auf Leitungen ist

Gegenstand des Projektes LEQONIDAS
[ .Leitbahnorientiertes Design applika-
tionsspezifischer Schaltungen”). Konn-
ten die Einfliisse der Leitungen auf das
dynamische Verhalten der mikroelek-
tronischen Schaltung vor einigen Jah-
ren noch nahezu vernachldssigt wer-
den, s0 kinnen sie bereits heute in vie-
len Anwendungen das Schaltungsver-
halten dominieren. Dies flihrt zuneh-
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Bild 5. Fehler durch thermische Belastung (links) und Uberspannung [rechts).

mend dazu, dass nach bestehenden
Regeln funktional korrekt entworfene
Schaltungen unter Umstinden den-
noch nicht funktionsfahig sind. Das
Projekt setzt sich zum Ziel, die aus der
Verdrahtung resultierenden parasitdren
Effekte bereits beim Entwurf einer
Schaltung in hinreichendem Umfang
zu beriicksichtigen und somit eine voll-
kommen neue, leitbahnzentrierte Ent-
wurfsmethodik zu schaffen. Dies erfor-
dert neben der Verbesserung der Mo-
dellierung und Extraktion der notwen-
digen Leitbahnparameter (die {berdies
unter nunmehr villig anderen Randbe-
dingungen gewonnen werden miissen)
auch an vielen anderen Stellen des Ent-
wurfsablaufs neue Lésungen. Dies geht
bis hin zu einem Entwurfsablauf, der in
einem einzigen Durchlauf ein Layout
generiert, das den Performance-Vorga-
ben aus der Spezifikation geniigt. Durch
die gdnzliche Vermeidung von Iteratio-
nen ldsst sich der kntwurfl entschei-
dend beschleunigen.

Ein weiteres Arbeitsgebiet umnfasst
die Erweiterung von Werkzeugen zur
Cenerierung von Testpattern um die
Mdoglichkeit, detaillierte Informationen
aus dem Layout der Leitbahnen mit zu
berlicksichtigen. Effizienz und Genau-
igkeit des Testens lassen sich damit
dramatisch verbessern, da so erstmals

substrate

die Informationen aus dem Layout zur
Lokalisierung méglicher Fehlerquellen
verwendbar sind. Aufbauend auf die-
sen Arbeiten entstehen Methoden, die
den Designer zu einem first-time-
right®-Entwurf hinfilhren sollen: Zum
einen vereinfachen sie Vorhersagen
iber spdtere Layouteffekte, zum ande-
ren das Erstellen von Layout-Con-
straints.

P Test und Diagnose

Eine wesentliche Voraussetzung fiir die
wirtschaftlich erfolgreiche Aktivitat im
Markt fiir SoC ist die Verfilgbarkeit von
effizienten Testmethoden, die den stin-
dig steigenden Anforderungen an die
Zuverldssigkeit und Fehlerfreiheit ge-
recht werden. Hierbei ist es besonders
wichtig, dass die Testmethoden unter
industriellen Randbedingungen bei der
Produktentwicklung und Chipherstel-
lung wirtschaftlich und einfach anzu-
wenden sind. Das Erarbeiten von qua-
lifizierten und weitgehend standardi-
sierten Testldsungen fiir verschiedens-
te Systernmakros und von Hilfsmitteln
zur Systemintegration ist Aufgabe des
Projektes AZTERE |, Applikationsspezi-
fische Testmethodik fiir hochkomplexe
Systeme der Kommunikations- und
Kraftfahrzeugtechnik®). Ziel ist es, in-
telligente Funktionen und Architektu-
ren fiir den Selbsttest mit eigenem Test-
prozessor auf SoCs zu entwickeln, wel-
che einen funktionalen Test von aulen
weltestgehend ersetzen. Die noch
bendtigte, externe Testausriistung ldsst
sich dann darauf reduzieren, parame-
trische Tests (z.B. Ruhestromaufnahme
oder Signalpegel) durchzufiihren.

Im Arbeitspaket .Modularer Test
fiir komplexe Systems-on-Chip* stehen

neue Testkonzepte und Testabliufe im
Mittelpunkt, die bereits in einer friihen
Phase des Schaltungsentwurfs eine Aus-
sage (ber die Testbarkeit der Makros
und des Systems erlauben. Weitere
Punkte sind die Untersuchung und Im-
plementierung neuer Diagnoseverfah-
ren unter Einbeziehung von Signatu-
ren, die Entwicklung von Algorithmen
und Software zur Fehlerlokalisierung

www.elektroniknet.de



von Logik- und Memory-
Fehlern sowie die Er-
zeugung von Testmus-
tern zur Erkennung
von Bridging-Fehlern in
SoC-Designs und ihrer
Lokalisierung unter An-
gabe der Layout-Koordi-
naten.

Mit steigenden Betriebs-
frequenzen bei gleichzei-
tig abnehmenden Struk-
turgrofen gewinnt der
Performance-Test fiir in-
tegrierte digitale Schal-
tungen im Rahmen des
Produktionstests zuneh-
mend an Bedeutung.
Durch die hohen Be-
triebsfrequenzen sind ne-
gative Einfliisse hochfre-
quenter Signale auf in-
ternen und nach aulen
fiihrenden Leitungen
nicht mehr zu vernach-
ldssigen, so dass filr den

Deutsche EDA-Aktivititen Y ¥4 1>

Test der Schaltung ein
At-Speed-Test unerliss-
lich ist. Dieser Test ent-
steht bislang fast aus-
schliellich in einem
zeitaufwendigen Ver-
fahren, und zwar ma-
nuell als funktionaler
Test. Das Projekt will
nun aber alternative
Verfahren flir Timing-
und Performance-Tests
ermitteln, die auf
strombasierten Testver-
fahren beruhen. Ge-
meinsames technisches
Ziel der Partner ist es,
neue Test/Diagnose-
Methoden und EDA-
Werkzeuge zu ent-
wickeln, mit denen sich
Bild 6. Dargestellt ist ein Oberblick, bei welchen Arbeitsgebieten die Projek- applikationsspezifische
te miteinander kooperieren. Nur durch diese Interaktion kénnen die beiden |- Tects erheblich effi-
Visionen der Projekte erreicht werden: Ermoglichung eines durchgingigen
Entwurfs von der Systembeschreibung bis zum Layout sowie die Beherr- zienter und kostenglin-

schung der neuen Anforderungen, die aus den Sub-100-nm-Technologien er-  StiZer durchfiihren las-
wachsen. Sen.
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Dem Handy-Fan ist es egal, welche Harden Sie
tberwinden mussten, um ihn mit der ganzen
Welt zu verbinden. Er will einfach das aus-
geleilteste Produk, das je erdacht wurde.
L0 _ Und zwar sofon.
Y J" Ein Glack, daB SoC-Designer genau dies
v mit unseren hochmodernen EDA-Werk-
.I zeugen und -Verfahren erreichen konnen. M
' Daher wandte sich ein weltweit [ahrender
Handyhersteller an uns, als er ¢in revolu- DIE FAKTEN
tiondres Produkt schneller und wirtschalt-

)
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licher als alle anderen auf den Markt bringen
musste. Dies erklart, warum Unternehmen weltweit
mit innovativen Losungen von Mentor, Top-Designs

in neue Produkie umsetzen.

Weitere Angaben finden Sie im Web unter Euc:d'r:dd:d-

www.mentor.com/germany > Echtzeit-

Betriebssystem
= Testbenches zur
Verifkation

... aber das e rSte

weltweite Handy zu
habenz Das Wd r,S!

REAL TOOLS FOR THE REALLY HARD STUFF
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P Intensive Kooperation
der genannten Projekte
unverzichtbar

Da sich die einzelnen Entwurfsschritte
eines SoC gegenseitig immer stdrker
beeinflussen, macht eine isolierte Be-
trachtungsweise keinen Sinn mehr.
Dies hat massive Auswirkungen auf die
Projekte zur Weiterentwicklung der
Methodik und stellt hohe Anforderun-
gen an die Zusammenarbeit auf ver-

stiltzen sowie weitere ambitionierte
Projekte vorbereiten. Es wird ferner al-
le Krifte im Bereich EDA in Deutsch-
land biindeln und zentrale Anlaufstelle
fiir alle Fragen zu EDA sein. Bereits
jetzt engagieren sich 21 Mitgliedsfir-
men, zum Netzwerk gehdren noch
zahlreiche Partner in den Projekten.
Allen Firmen und Forschungseinrich-
tungen, die an bereits laufenden oder
kiinftigen EkompaSS-Projekten interes-
siert sind, steht das edacentrum als

kompetenter Bera-

AMDO

assau
A A

fmorios, ‘1.

GBI

Clisiea

Bild 7. Die Liste der im edacentrum vertretenen Firmen um-
fasst bereits jetzt fast alle bedeutenden Firmen der deutschen

Mikroelektronik-Branche,

schiedensten Design-Ebenen. Eine in-
tensive Kooperation der genannten Pro-
jekte ist unverzichtbar. Die Koopera-
tion, die Diskussion, der Austausch
und die Weiterentwicklung der Ergeb-
nisse werden im EkompaS5-Programm
durch das edacentrum organisiert und
unterstiitzt.

Bild 6 gibt einen f}herblick, bei wel-
chen Arbeitsgebieten die Projekte mit-
einander kooperleren. Mur durch diese
Interaktion kénnen die beiden Visio-
nen der Projekte erreicht werden: Er-
mdglichung eines durchgéingigen Ent-
wurfs von der Systembeschrelbung bis
zum Layout sowie die Beherrschung
der neven Anforderungen, die aus den
Sub-100-nm-Technologien erwachsen.
Mit seinen Projekten sowie der intensi-
ven Kooperation dieser Projekte schafft
EkompaSS die Voraussetzungen dafiir,
dass in Deutschland neue MalBstdbe fir
System-on-Chip-Entwiirfe entstehen.

Das edacentrum wird die Verbrei-
tung und Anwendung der Ergebnisse
als Informations-Drehscheibe unter-
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ter zur Verflgung.

NOIKIA Auch bei der Vorbe-
reitung der Beantra-
ﬁ gung neuer Projek-

PACT te, der Bildung von
Projektkonsortien

PHILIPS und bei Standardi-
sierungsverfahren

SEMEEE | wind Unterstiitzung
Qﬂjﬁ"l— gegeben. Die Liste
der vertretenen Fir-

: men umfasst bereits
SYNOFsys jerzt fast alle bedeu-

tenden Firmen der
deutschen Mikro-
elektronik-Branche
(Bitd 7). Weitere
wichtige Firmen
werden in Kiirze da-
zustofen. Ein ent-
sprechendes Netzwerk mit Universitd-
ten und Forschungseinrichtungen be-
findet sich ebenfalls im Aufbau.
Detaillierte Information zu den be-
reits laufenden Projekten erhalten In-
teressierte auf den folgenden Veran-
staltungen:
® [PQ Workshop, Marseille, Frank-
reich, 24. bis 27. 9. 2002
® ASDESE Workshop, Florenz, [tali-
en, 27. 9. 2002
® MEDEA+ Konferenz, Stresa, [tali-
en, 23. bis 25. 10. 2002

Afg’

Auf dem VDE-Kongress Networlds
2002 in Dresden (21. bis 23. 10. 2002)
und auf der electronica 2002 in Miin-
chen (12. bis 15. 11. 2002) ist das eda-
centrum als Aussteller vertreten. Wei-
tere Informationen sind im Internet un-
ter www.edacentrum.de, www.bmbf.
de [Bundesministerium fiir Bildung
und Forschung) und www.dlr.de/IT/
ME/ ekompass.html (Bekanntmachung
des Forderkomplexes EkompaSs) ab-
riafbar. go
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